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Prace se zabyva vlivem uhlikové kontaminace na povrch oxidu céru. Kontaminace je
zavedena expozici vzorku etanolem nebo smési metanu a kysliku. Vliv expozice na povrch je pak
zkouman technikami XPS a STM. Prace predstavuje aktudlni téma sledovani povrchovych reakci
v realnych podminkéch a na atomarni urovni. Clenéni prace je odpovidajici a rozsah vice nez
dostatecny.

Prace je psand slovensky, proto si netroufam posuzovat jazykovou troven, nicméné si
myslim, Ze nazev 3. kapitoly by mél byt ,,Priprava vzoriek™ a kap.5.1.1. a 5.2.1. ,,Chemicky vyvoj
vzorky®. Také pouziti jednotek tlaku by méelo byt jednotné, v tab. 1.1 se pouziva jednotka tlaku
pascal ale vSude jinde v préci se pouziva mbar. Také pouziti carky jako oddé€lovace tisict v Tab
1.1 je matouci a nestandartni.

V prvni kapitole student popisuje pouZzité¢ experimentalni techniky. Zde je hned v uvodu
zminéno, ze pro charakterizaci povrchti bude pouzita technika AFM a je také rozebirana v kap.
1.3, nicmén¢ zadné vysledky z AFM prezentovany nejsou. Naopak zde postradam alespon kratky
prehled o roli a vyznamu morfologie povrchu a nanoklastrt pro katalyzu, konkrétné povrchu
CeO2 a Pt nanocastic, a struéné shrnuti poznatkt o tom, jaké procesy zde mohou probihat, ptiklady
reakci. Vzhledem k tomu, Ze stézejni depozicni technika je vypafovani, postradam kapitolku o
technice vakuového vypafovani a o riistu vrstev obecné, diskusi procesti na povrchu béhem
depozice a hlavné alespon zminku o moznych riistovych modech a ¢im jsou definovany. Autor
v kap 3.1.1 zminuje, Ze rast oxidu céru na médi probiha ve Volmer-Weberové modu, aniz by
vysvétlil o co se jedna.

V popisech méficich metod je fada mist, kdy nezasvéceny ¢tenat nepochopi piesné jak
dana technika funguje. V popisu STM na obr. 1.3 to vypada, ze PID regulator tidi vS§echny posuvy,
tedy i x —y posun. Také chybi jasna zminka, co vlastné presné zobrazuje STM, coZ je podstatné
pro interpretaci toho co vidime. Stalo by za to zminit i techniku STS. Chybi vysvétleni zkratky
PID. Také se mi nelibi pouziti slova ,,scan®. Lépe vypada véta:“Snimani jednoho obrazku miuize
trvat.....“, nezli ,,Scan jednoho obrazku....* .

V popisu AFM autor zminuje tii standartni mody, bez vysvétleni co je tapping mode a kdy
se pouziva. U vysvétlovani zptisobli méfeni silového plsobeni by stalo za to zminit, v kterych
modech se dany zplisob pouziva. Posun rezonancni frekvence nebyva pouzivan v kontaktnim
modu, jak naznacuje formulace v 3. odstavci kap. 1.3. Tam by bylo pfesnéjsi napsat, ze pii
priblizeni hrotu k povrchu, vlivem silového ptisobeni (tj. spiSe v oblasti bezkontaktniho modu),
dojde k rozladéni. V obr.1.4., v tisténé verzi, téméf splyva tmaveé modra a Cerna, coz je matouci.
Bylo by vhodné zvolit svétlejsi odstin modré.

U popisu techniky LEED, rovnice 1.5-1.7, student zmifuje, Zze so a s jsou vinové vektory
dopadajiciho a odrazeného svétla. Jaké svétlo ma na mysli? Také by zde mél vysvétlit roli
jednotlivych mtizek a napé€ti na nich, alespon v popisu obrazku 1.7.

V kapitole 2.1- UHV bych preferoval pouziti standardniho slova vyvéva misto pumpa
(vyvéva=vakuova pumpa). V popisu titanové sublimacni vyvévy by bylo pfesn¢jsi napsat :
,Prichodem el. proudu se vlakno zahteje....“. Také se n¢kde ztratilo, Ze pouzivana vlakna nejsou
Cisté titanova, ale ze slitiny MoTi 80:20, kvtili mechanicke stabilité. Chybi zminka, ze pro
dosazeni UHV podminek jsou velmi podstatné i pouzité konstrukéni materialy s nizkou tenzi par.
Vypékani aparatury je nutné zejména kvili molekulam vody naadsorbovanym na sténach a ne
vzduchu.

V dalsich kapitolach uz je situace lepsi, nicméné v kap. 3.3 je pouziti slova vyparnik
matouci, vede na uplné jiné systémy. Bézné se v terminologii pouziva slovo vyparovadlo,
vyparovaci zdroj nebo vyparovaci element. Také jsem v praci nenasel popis a parametry depozice
nanocastic Pt, coz je dosti podstatné.



Samotna prezentace vysledkd, diskuse a zavér jsou pak na velmi dobré urovni. Za velmi
pozitivni povazuji fakt, ze dvé tfetiny prace se vénuji vlastni praci studenta - ptipravé vzorki,
popisu a diskuse vysledkt experimenttl. Pres veskerou mou kritiku praci ur¢ité doporucuji uznat
jako bakalatskou.

Piipadné otazKky pii obhajobé a naméty do diskuze:

O1: K technice STM. Podstatnou ¢asti je PID regulator .Co znamena zkratka PID, jak regulator
funguje, jak se da realizovat? Vzhledem k podstaté tunelového jevu, co pfesné zobrazuje STM?

02: Byly provedeny i experimenty s AFM, jak je slibovano v ivodu prace? Pokud ne, proc¢?
Patrné by se tim eliminovaly problémy s nestabilitou tunelového ptrechodu pti zobrazovani
povrchu béhem expozice vzorku.

03: Jak byla deponovana platina, jak bylo méteno nebo alespon odhadovano deponované
mnozstvi?

0O4: Jak z obrazkii 5.16a,b plyne , Ze jasnéj$i objekty na povrchu kopiruji hranice domén? Lze
upravit obr. 5.16a tak, ze domény budou viditelné?

Praci
doporucuji
U nedoporucuji

uznat jako diplemeveu/bakalarskou.
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